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@ Mikroelektronisches Kennzeichnungselement fur den Echtheitsnachweis von Objekten 

(57) Herkommliche Kennzeichnungselemente fur den Echt- 
heitsnachweis von Objekten sind, sofern sie nicht aus mi- 
kroelektronischen Schaltkreisen aufgebaut sind, fur Ex- 
perten leicht falschbar, hingegen sind herkommliche mi- 
kroelektronische Kennzeichnungselemente durch ihre ko- 
stenintensive Aufbau- und Verbindungstechnik hochprei- 

sig- 

Um ein kostengiinstiges mikroelektronisches Kennzeich- 
nungselement fur Objekte, insbesondere von Doku men- 
ten aus Papier, herzustellen, wird ein Kennzeichnungsmi- 
krochip (37) unzertrennlich mit dem zu kennzeichnenden 
Objekt durch einen flachigen Trager (38), vorzugsweise 
aus dunnem Papier durch eine Kunststoffschicht verbun- 
den. Sein insbesondere sicherheitstechnisch relevanter 
Dateninhalt ist uber direkt mit den Chipanschlussen {40, 
41) verbundene flachenhaft ausgefuhrte elektrtsch lettfa- 
. hige Kunststoff-Kontaktstellen (34, 35) zu einem Basisge- 
rat (30) ubertragbar. 
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Beschreibung 



Die Erfindung betrifft ein nukroelektronisches Kenn- 
zeichnungselement fur Objekte, insbesonders von Doku- 
menten aus Papier, das unzertrennlich rnit dem zu kenn- 5 
zeichnenden Objekt verbunden ist und dessen auf dem 
Kennzeichnungsmikrochip befindlicher Dateninhalt iiber 
elektrisch leitfahige KunststofF-Kontaktflachen mittels Kon- 
taktierelementen durch ein Basisgerat ausgelesen werden 
kann. Die direkt mit den Kontaktflachen des Chips verbun- 10 
denen Kunststoff-Kontaktflachen dienen der Passivierung 
des Chips und stellen bei flachiger Ausfiihrung ausreichend 
groBe und mechanisch belastbare Kontaktflachen zum Auf- 
setzen von Kontaktierelementen eines Basisgerats dar. 
Durch das Vorhandensein des Kennzeichnungselernents auf 15 
dem Objekt und durch Ubereinstimmung mit einer auf dem 
Objekt geschfiebenen fur das menschliche Auge lesbaren 
Nummer oder mit einem Datensatz in einer Datenbank mit 
der auf dem Mikrochip gespeicherten Nummer kann die 
Echtheit mit hochster Falschungssicherheit durch einfachen 20 
Vergleich der beiden Nummem nachgewiesen werden. 

Herkommliche Verfahren zur Erhohung der Falschungs- 
' sicherheit von Objekten verwenden je nach Anwendbarkeit 
auf das verwendete Tragermaterial Wasserzeichen, Siegel- 
lacke, filigrane Verzierungen der Bedruckung, Farbverlaufe 25 
der Bedruckung, diinne Aiurniniumstreifen, fluoreszensie- 
rende Farben, aufgeklebte Hologramme, Infrarotbarcodes, 
metallische Barcodes, elektronische Transponder und in me- 
tallische Chipgehause eingebrachte Chips, bei denen die 
Kontaktflachen des Chipgehauses meist kreisfbrmig ausge- 30 
fiihrt sind und aus dem Chipgehause herausragen (Button 
Memories). 

Bekannte Verfahren und Systeme weisen technische 
Nachteile auf. So sind Wasserzeichen, Siegel, filigrane Ver- 
zierungen, Farbverlaufe in der Bedruckung, fluoreszensie- 35 
rende Farben, jede Art von Barcode und sogar diinne Aiumi- 
niumstreifen, sowie Hologramme fur Expeiten falschbar. 

Elektronische Kennzeichnungselemente fur Dokumente 
sind bekannt. Transponder und Button Memories sind fur 
Experten praktisch nicht falschbar, sie sind jedoch im Ver- 40 
gleich zu einem erfindungsgemaBen elektronischen Kenn- 
zeichnungselement nicht ausreichend kostengiinstig her- 
stellbar. 

Es handelt sich bei Transpondern um bekannte elektroni- 
sche Datentrager, die an beliebigen Objekten befestigt wer- 45 
den konnen. Sie bestehen im wesentlichen aus einem Mikro- 
chip, einem kapazitiv wirkenden Bauelement. welches meist 
zusatzlich auf dem Mikrochip integriert ist und einer Spule. 
Spule und kapazitiv wirkendes Bauelement bilden dabei ei- 
nen als Sende- und Empfangseinheit wirkenden Schwing- 50 
kreis, der, so er einem elektromagnetischen Wechselfeld ge- 
eigneter Frequenz ausgesetzt ist, die Energiezufuhr fiir den 
Mikrochip bildet. Hierzu ist ein Basisgerat mit einem Hoch- 
frequenzgenerator erforderlich, der eine bei spiels weise 
125 kHz betragende WechseLspannung erzeugt. 55 

Diese Wechselspannung fiihrt zur Anregung eines Serien- 
schwingkreises im Basisgerat. Dieser Schwingkreis strahit v 
eine magnetische Tragerwelle ab, die den Schwingkreis des 
Transponders erregen und auf diese Weise dem Mikrochip 
Energie zufiihren kann. Die Spannung im Transponder- 60 
schwingkreis ladt im Mikrochip des Transponders, iiber ei- 
nen Gleichrichter gleichgerichtet, einen Kondensator auf. 
Dieser Kondensator dient dem Glatten der Betriebsspan- 
nung des Mikrochips. 

Nach Erreichen einer ausreichend hohen Betriebsspan- 65 
nung fiihrt die nachgeschaltete Logik auf dem Mikrochip ei- 
nen Resetzyklus durch, nach dessen Ende Daten aus dem 
Lesespeicher (ROM) oder dem Schreib-ZLesespeicher (EE- 



PROM) seriell ausgelesen werden, indem je nach gespei- 
chertem Inhalt ein Transistor durchgesteuert wird, der den 
Strom durch die Transponderspule erhoht, wodurch induktiv 
in der Sende-und Empfangsspule des Basisgerates feine 
Spannungsanderungen hervorgerufen werden. Dies wird 
durch eine Empfangsschaltung innerhalb des Basisgerates 
registriert und ausge wertet Die im Transponderchip gespei- 
cherte Information wird dekodiert. 

Transponder weisen den Nachteil auf, daB sie in einem 
Stapel aus mehreren iibereinanderliegenden Dokumenten 
nur unter grbBtem technischen Aufwand von einer Basissta- 
tion gelesen werden konnen. Befinden sich mehrere Trans- 
ponder imTragermagnetwechselfeid des Basisgerats, so sto- 
ren sie gegenseitig den Datentransfer zuriick zum Basisge- 
rat Die Zuordnung, welcher Transponder zu welchem im 
Stapel befindlichen Dokument gehort, ist derzeit technisch 
unlosbar und theoretisch nur unter groBem technischen Auf- 
wand zu losen. 

Button Memories sind in einem metallischen Chipge- 
hause eingebrachte Chips, wobei die Kontaktflachen des 
Chipgehauses meist kreisforrnig ausgefuhrt sind und aus 
dem Chipgehause herausragen. Die runden Kontaktflachen 
stellen iiber Bonddrahte die elektrische Verbindung zum im 
Chipgehause befindlichen Mikrochip her. Nach Erreichen 
einer vom Basisgerat an zwei Kontaktflachen bereitgestell- 
ten ausreichend hohen Betriebsspannung fiihrt die nachge- 
schaltete Logik auf dem Mikrochip einen Resetzyklus 
durch, nach dessen Ende Daten aus dem Lesespeicher 
(ROM) oder dem Schreib-ZLesespeicher (EEPROM) seriell 
ausgelesen werden, indem je nach gespeichertem Inhalt der 
logische Pegel an einer der Kontaktflachen im vom Basisge- 
rat vorgegebenen Takt verandert wird. 

Button Memories sind in ihren Hers tellungskos ten bei- 
spielsw eise Transpondern unterlegen, denn es muB ein me- 
tallisches Chipgehause, ein isoHerter metallischer Innenring 
und der Mikrochip miteinander verklebt und gebondet wer- 
den. SchlieBlich muB das Metallgehause mit KunststofF ge- 
fullt werden, um eine hermetische Dichtung zu erreichen. 
Im Gegensatz zur Herstellung von Transpondern mussen 
Transponderchips lediglich mit einer Spule kontaktiert und 
beides zusammen mit KunststofF vergossen werden. Button 
Memories weisen zudem den Nachteil auf, daB ihre Masse 
bei gleicher BaugroBe aufgrund des hohen Metallgehalts 
den meisten anderen Kennzeichnungsverfahren unterlegen 
ist. Der geringe elektrische Widerstand in ihren Zuleitungen 
von den Metallkontakten des Gehauses zu den Bondflachen 
auf dem Mikrochip lassen Button Memories im Vergleich zu 
alien anderen bekannten Kennzeichnungsverfahren iiberdies 
sehr empfindlich gegenuber elektrostatischen Entladungen 
ausf alien. 

Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe zu- 
grunde. ein Kennzeichnungselement der eingangs beschrie- 
benen Art dahingehend zu verbessern, daB die Vorteile mi- 
kroelektronischer Systeme mit denen einer sehr kostengiin- 
stigen Aufbau- und Verbindungstechnik kombiniert werden, 
so daB ein in der Falschungs- und Anwendungssicherheit im 
Vergleich zu den Kosten iiberlegenes Kennzeichnungsver- 
fahren fur eine Vielzahl von Applikationen zur Verfugung 
steht, 

Diese Aufgabe wird durch ein Kennzeichnungselement 
der eingangs beschriebenen Art gelost, das gekennzeichnet 
ist durch einen Kennzeichnungsmikrochip, der ahnlich wie 
ein bekannter Transponderchip aufgebaut ist, auf einen 
Kunstoff-, Metall-, oder Papiertrager geklebt wird und mit- 
tels Tropfen aus einem vor der Aushartung zahflussigen 
elektrisch leitfahigen Kunststoff an zwei auf der Chipober- 
flache befindlichen Bondpads kontaktiert und zusammen 
mit einem Strang aus elektrisch isolierendem KunststofF, der 
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zwischen den Bondpads zahniissig aufgebracht wird und an das Basisgerat 2 iibertragen werden kann. Alternativ 

nach einiger Zeit aushartet, passiviert wird. Die zwei elek- kann jedoch ein zusatzlich oder ausschlieBtich mit Schreib- 

trisch leitfahigen Kunststofftropfen zerflieBen, laufen an der /Lesespeicher ausgeriisteter Kennzeichnungs- oder Trans- 

zuvor beispielsweise in einem Kunststoffbad isolierten Sei- ponderchip 4 eingesetzt werden, bei dem auch von dem Ba- 

tenwand des Mikrochips herunter und benetzen den Trager. 5 sisgerat 2 ausgehende Informationen an einen Schreib-/Le- 

Sie bilden beim Auslesevorgang der auf dem Mikrochip ge- sespeicher des Transponderchips 4 ubermittelt und dort ge- 

speicherten Information durch ein Basisgerat die Kontakt- speichert werden konnen. 

stellen fiir zwei aufgesetzte Kontaktierelernente des Basis- Es existieren zwei unterschiedliche Ubertragungsverfah- 

gerats. Je nach Distanz der beiden Bondpads auf dem Mi- ren, die zu leichten Unterschieden beim Aufbau von Basis- 

krochip voneinander kann es erforderlich sein, daB sofort 10 geraten und Transponderchips fiihren, welche als solche je- 

nach dem Aufbringen der Kontakttropfen auf die Chipober- doch bekannt sind. Nach dem einen Verfahren wird die Tra- 

flache das Zerlaufen der elektrisch leitfahigen Kunststoff- gerschwingung frequenzmoduliert und nach dem anderen 

tropfen durch Rotation des Mikrochips in radiale Richtung amplitudenmoduliert. 

gesteuert werden muB. Die Seitenwande und die Ruckseite Ein erftndungsgemaBes Kennzeichnungselement kann 

des Mikrochips, die durch Herausbrechen aus einem Wafer 15 mit einem Transponderchip 4 ausgefuhrt werden. Bei vor- 

am Ende der Chipfertigung ohne Isolation ungeschiitzt sind teilhafter Ausfuhrung kann jedoch auf die ublicherweise bei 

und mit der chipintern Masse verbunden sind, mussen bei Transponderchips 4 verwendete gleitende Masse und damit 

Verwendung herkbmmlicher Transponderchips durch Be- auf den BrQckengleichrichter ; 20 verzichtet werden, weil 

schichten mit einem elektrisch isolierenden Kunststoff iso- keine drahtiose Nachrichtenubertragung angestrebt wird 

liert werden. . , < 20 und ausreichend Versorgungsenergie durch das Basisgerat 2 

Die Falschungs- und Manipulationssicherheit ergibt ,sich zugefuhrt wird. 

aus der Tatsache, daB Kennzeichnungsmikrochips, die ahn- Die in Fig. 2 als ganzes, mit 42 gekennzeichnete Ausfuh- 

lichwie Transponderchips aufgebaut sind, . mit.Lesespeicher mngsform eines erfindungsgemaBen Kennzeichnungsele- 

(ROM) aufgrund des FertigungsprozeBes mit.einer fortlau- rnents zeigt einen auf einem flachigen Trager. aus Papier, 

fenden Codenummer gefertigt werden und leistungsfahige 25 Metall, Glas oder Kunststoff 38 aufgeklebten lyiikrochip mit 

Verschlusselungsalgorithmen, ebenso w:e Schreib-ZLese- gleichem oder ahnlicheim Aufbau wie ein Transponolerchip 

speicher auf dem Chip mitintegriert werden konnen, 37, dessen Umfang 36 inclusive Ruckseite mit einem elek- 

Weitere Merkmale, Einzejheiten und Vorteile der Erfin- trisch isolierenden Kunststoff beschichtet ist, .damit die auf 

dung ergeben sich aus der beigefugten zeichnerischen Dar- . die Bondpads 40 und 41 aufgebrachten elektrisch leitfahi- 

stellung und nachfolgender B^eschreibung eines erfindungs- 30 gen Kunststofftropfen 34 und 35 keinen Kontakt mit der 

gemaBen Kennzeichungselements und dessen Elementen. In chipinternen Masseleitung bekommen konnen. Die Kunst- 

der Zeichnung zeigt: stofftropfen 34 und 35, die beispielsweise mit einer Pipette 

Fig* 1 ein Prinzipschaltbild eines Basisgerats und eines oder per Siebdruck aufgebracht werden konnen, dienen nach 

Transponderchips ihrer Aushartung der Passivierung, Versteifung und Kontak- 

Fig. 2 eine schematische Darstellung einer Ausfuhrungs- 35 tierung der Kontaktierelernente 32 des Basisgerats 30. Das 

form eines erfindungsgemaBen Kennzeichnungselements Basisgerat 30 stellt wahrend des Auslesevorgangs der auf 

Fig. 3 ein Prinzipschaltbild eines Basisgerats und eines dem Transponderchip 37 gespeicherten Daten Stromversor- 

Kennzeichnungschips mit nur einem Bondpad gung und Takt bereit. Der parasitare elektrische Rachenwi- 

Fig. 4 eine zweite Ausfuhrungsform eines erfindungsge- derstand der Kunststofftropfen 34 und 35 kann bespiels- 

maBen Kennzeichnungselements mit einem Kennzeich- 40 weise durch Zugabe von Nickel,. Aluminium, Graphit und 

nungschip mit nur einem Bondpad. Silber in weiten Bereichen von einigen Ohm bis zu mehre- 

In dem Prinzipschaltbild gemaB Fig. 1 ist ein als ganzes ren Kiloohm eingestelit werden. Bei vorteilhafter Ausfuh- 

mit dem Bezugszeichen2bezeichnetes Basisgerat zum Sen- rung eines erfindungsgemaBen Kennzeichnungselements 

den und Empfangen von Daten eines bei ca. 125 kHz arbei- wird der parasitare Hachenwiderstand auf einige hundert 

tenden Transponderchips und ein mit dem Bezugszeichen 4 45 Ohm bis in den tiefen Kiloohmbereich eingestelit. Die An- 

bezeichneter Transponderchip dargestellt. Ein Hochfre- falligkeit der mikroelektronischen Schaltung auf dem Chip 

quenzgenerator 9 im Basisgerat 2 erzeugt eine mit ca. 37 gegeniiber elektrostatischer Entladung an den Kontakt- 

125 kHz alternierendeWechselspannung, mit der iiber einen flachen 34 und 35 sinkt mit steigendem elektrischen Fla- 

Widerstand 8 die Kontaktierelernente 6 angesteuert werden. chenwiderstand der Kontaktflachen 34 und 35. Dadurch er- 

Der Transponderchip 4 entnimmt, nachdem seine Kontakt- 50 hbht sich die Sicherheit gegeniiber unbeabsichteter Zersto- 

flachen 14 mit den Kontaktierelementen 6 des Basisgerats 2 rung des Kennzeichnungselements, denn weder durch elek- 

verbunden sind, dem Basisgerat Energie, die in der Form ei- trostatische Entladung, noch durch KurzschlieBen mit Span- 

nes LadungsfluBes iiber die parasitaren Widerstande der nungsquellen an den Kontaktflachen 34 und 35 kann das 

Kontaktstellen aus leitfahigem Kunststoff 12 und 18 und Kennzeichnungselement zerstort werden. Dies ist ein ent- 

iiber einen Briickengleichrichter 20 einen Kondensator 22 55 scheidender Vorteil gegeniiber bekannten elektronischen 

aufladt Bei Erreichen der Betriebsspannung beginnt eine Kennzeichnungselementen wie dem Transponder und dem 

nachgeschaltete Logik 24 mit einem Resetzyklus. Nach des- Button Memory. Transponder sind durch ihre vollkommene 

sen Ende wird ein Lesespeicher ROM seriell ausgelesen und elektrische Isolation der Moglichkeit eines Potentialaus- 

je nach gespeichertem Inhait ein MOSFET 26 durchgesteu- gleichs beraubt, wodurch Funkeniiberschlage mit hohen zer- 

ert oder im hochohrnigen Sperrzustand belassen. Wird der 60 storerischen Impulsspannungen moglich werden. Wenn hin- 

MOSFET 26 leitfahig, so erhdht sich der Strom durch die gegen das Button Memory Uberspannungen zwischen den 

Kontaktstellen 6. Diese Veranderung der Stromstarke er- niederohmigen Bonddrahten und Kontaktflachen ausgesetzt 

zeugt eine Anderung des Spannungsabfalls im Widerstand ■ ist, die keinen Spannungsabfall und keine Strombegrenzung 

8, die von der Empfangerschaltung 10 im Basisgerat 2 als bei elektrostatischen Entladungen ermoglichen, kann beab- 
feine Spannungsanderung registriert^ gefiltert, dekodiert und 65 sichdgte oder unbeabsichtigte Zerstorung leicht bewirkt 

verarbeitet wird. Es wurde vorstehend ein passiver Kenn- werden. 

zeichnungs- oder Transponderchip beschrieben, bei dem le- Zur Abdeckung und Passivierung eines erfindungsgerna- 
diglich die im Lesespeicher ROM gespeicherte Information Ben Kennzeichnungselements wird eine Passivierungs- 



DE 196 49 337 A 1 



schicht 42 aus Kunststoff auf die noch unbedeckte Oberfla- 
che des Mikrochips 37 in noch zahfliissigem Zustand aufge- 
bracht und zerflieBt uber den Chiprandern vor der Aushar- 
tung. Dem Kunststoff kann zur Erhohung der Resistenz ge- 
genuber elektrostatischer Endadung ein schwach elektrisch 5 
leitfahiges Material wie zum Beispiel Graphit beigemischt 
werden. Das Kennzeichnungselement kann bei vorteilhafter 
hochohmiger Ausfiihrung der Passiviemngsschicht 42 im 
Betrieb durch den parasitaren Parallel widerstand nicht ge- 
stort werden. Tritt jedoch im Ruhezustand eine elektrostati- 10 
sche Endadung an einer der beiden Kontaktflachen 34 oder 
35 auf, so halt der parasitare Widerstand der Passiviemngs- 
schicht 42 die zweite Kontaktflache 34 oder 35 auf demsel- 
ben Potential. Eine Zerstorung des Mikrochips 37 ist da- 
durch nicht moglich. Die Arbeitsweise der hochohmigen 15 
Passivierungsschicht 42 ist mit der von antistatischen Trans- 
portbehaltem fur Integrierte Schaltkreise vergleichbar. 

Im Prinzipschaltbild gemaB Fig. 3 ist ein als ganzes mit 
dem Bezugszeichen 72 bezeichnetes B asisgerat zum Senden 
und Empfangen von Daten eines bei einer bestimmten Fre- 20 
quenz arbeitenden Kennzeichnungsmikrochips und ein mit 
dem Bezugszeichen 74 bezeichneter Kennzeichnungsmi- 
krochip dargestellt. Ein Hochfrequenzgenerator 79 im Ba- 
sisgerat 72 erzeugt eine mit ca. 125 kHz alternierende 
Wechselspannung, mit der uber einen Widerstand 78 die 25 
Kontaktierelemente 76 angesteuert werden. Der Kennzeich- 
nungsmikrochip 74 entnimmt, nachdem seine Kontaktfla- 
chen 84 mit den Kontaktierelementen 76 des Basisgerats 72 
verbunden sind, Energie, die in der Form eines Ladungsflu- 
Bes iiber die parasitaren Widerstande der Kontaktstellen aus 30 
leitfahigem Kunststoff 82 und 88 und uber eine Gleichrich- 
terdiode 90 einen Kondensator 92 aufladt. Bei Erreichen ei- 
ner Betrieb sspannung beginnt eine nachgeschaltete Logik 
94 mit einem Resetzyklus. Nach dessen Ende wird ein Lese- 
speicher ROM seriell ausgelesen und je nach gespeichertem 35 
Inhalt ein MOSFET 96 durchgesteuert oder im hochohmi- 
gen Sperrzustand belassen. Wird der MOSFET 96 leitfahig, 
so erhoht sich der Strom durch die Kontaktstellen 76. Diese 
Veranderung der Strornstarke erzeugt eine Anderung des 
Spannungsabfalls im Widerstand 78, die von der Ernpfan- 40 
gerschaltung 80 im Basisgerat 72 als feine Spannungsande- 
rung registriert, gefiltert, dekodiert und verarbeitet wird. Es 
wurde vorstehend ein passiver Kennzeichnungsmikrochip 
beschrieben, bei dem lediglich in dem Lesespeicher ROM 
gespeicherte Information an das Basisgerat 72 ubertragen 45 
werden kann. Alternativ kann jedoch ein zusatzlich oder 
ausschlieBlich mit Schreib-Lesespeicher ausgeriisteter 
Kennzeichnungsmikrochip eingesetzt werden, bei dem auch 
von dem Basisgerat 72 ausgehende Informationen an einen 
Schreib-ZLesespeicher des Kennzeichnungsmikrochips 50 
ubermittelt und dort gespeichert werden konnen. 

Es existieren zwei unterschiedliche Ubertragungsverfah- 
ren, die zu leichten Unterschieden beim Aufbau von Basis- 
geraten und Kennzeichnungsmikrochips ftihren, die als sol- 
che jedoch bekannt sind. Nach dem einen Verfahren wird 55 
die Tragerschwingung frequenzmoduliert und nach dem an- 
deren amphtudenmoduliert. 

Ein vorgehend beschriebener Kennzeichnungsmikrochip 
74 benotigt bei vorteilhafter Ausfiihrung nur ein Bondpad 
zur Kontaktierung, das durch wahrend der Chipfertigung 60 
aufgebrachte Gold-Bumps entsprechend groBflachig ausge- 
fiihrt werden kann. Das Massepotential wird an einen sol- 
chen Kennzeichnungsmikrochip 74 uber die Ruckseite oder 
die Seitenwande des Chips zugefuhrt. Die Kontaktierung 
zum Aufbau eines erfindungsgemaBen Kennzeichnungsele- 65 
ments erfolgt vorzugsweise durch Aufkleben des Kenn- 
zeichnungsmikrochips 74 auf nicht ausgeharteten elektrisch 
leitfahigen Kunststoff 



Fig. 4 zeigt eine als ganzes mit 50 gekennzeichnete Aus- 
fiihrung sform eines erfindungsgemaBen Kennzeichnungs- 
elements, das aus einem auf einen flachigen Trager aus Pa- 
pien Metall, Glas oder Kunststoff 52 aufgeklebten Mikro- 
chip 54 mit annahernd dem Aufbau eines Transponderchips 
besteht und dessen Umfang 66 nur zu einem Teil 64 mit ei- 
nem elektrisch isolierenden Kunststoff beschichtet ist, damit 
der auf dem Bondpad 56 aufgebrachte elektrisch leitfahige 
Kunststofftropfen 62 keinen Kontakt mit der chipinternen 
Masseleitung bekommen kann. Der Kunststofftropfen 62, 
der beispielsweise mit einer Pipette oder per Siebdruck auf- 
gebracht werden kann, dient nach seiner Aushartung der 
Passivierung, Versteifung und Kontaktierung der Kontak- 
tierelemente eines Basisgerats. Der Kunststofftropfen 58 er- 
fullt den gleichen Zweck wie der Kunststofffropfen 62, nur 
kontaktiert er die mit der chipinternen Masse verbundenen 
Ruckseite 55 des Mikrochips 54. Der parasitare elektrische 
Hach en widerstand der Kunststofftropfen 58 und 62 kann 
bespiels weise durch Zugabe von Nickel, Aluminium, Gra- 
phit und Silber in weiten Bereichen von einigen Ohm bis zu 
mehrefen Kiloohrn eingestellt werden. Bei vorteilhafter 
Ausfiihrung eines erfindungsgemaBen Kennzeichnungsele- 
ments wird der parasitare Hachen widerstand auf einige hun- 
dert Ohm bis in den tiefen Kiloohmbereich eingestellt. Die 
Anfalligkeit der mikroelektronischen Schaltung auf dem 
Chip 54 gegeriiiber elektrostatischer Entladung auf den 
Kontaktflachen 58 und 62 sinkt mit steigendem elektrischen 
Hachen widerstand der Kontaktflachen 58 und 62. Die in 
Fig. 4 dargestellte Ausfuhrungsform weist gegeniiber beab- 
sichtigter und unbeabsichteter Zerstorung des Kennzeich- 
nungselements die gleichen Vorteile auf wie die in Fig. 2 
dargestellte Ausfuhrungsform. 

Zur Abdeckung und Passivierung eines erfindungsgema- 
Ben Kennzeichnungselements wird eine Passivierungs- 
schicht 60 aus Kunststoff auf die noch unbedeckte Oberfla- 
che des Mikrochips 54 in noch zahfliissigem Zustand aufge- 
bracht und zerflieBt uber den Chiprandern vor der Aushar- 
tung. Dem Kunststoff kann zur Erhohung der Resistenz ge- 
geniiber elektrostatischer Entladung ein schwach elektrisch 
leitfahiges Material wie zum Beispiel Graphit beigemischt 
werden. Das Kennzeichnungselement kann bei vorteilhafter 
hochohmiger Ausfiihrung der Passivierungsschicht 60 im 
Betrieb durch den parasitaren Parallelwiderstand nicht ge- 
stort werden. Tritt jedoch im Ruhezustand eine elektrostati- 
sche Entladung an einer der beiden Kontaktflachen 59 oder 
62 auf, so halt der parasitare Widerstand der Passivierungs- 
schicht 60 die zweite Kontaktflache 58 oder 62 auf demsel- 
ben Potential. Eine unbeabsichtigte Zerstorung des Mikro- 
chips 54 ist dadurch nicht moglich. Die Arbeitsweise der 
hochohmigen Passivierungsschicht 60 ist mit der von anti- 
statischen Transportbehaltern fur Integrierte Schaltkreise 
vergleichbar. 

Als Kunststoffmaterial fur alle in der Erfindung erforder- 
lichen Kunststoffschichten wird bei vorteilhafer Ausfiihrung 
Epoxidharz verwendet, das bedingt hochtemperaturbestan- 
dig ist und in weiten Bereichen in seiner Thixotropie durch 
Zugabe weiterer Chemikalien einstellbar ist. Erfindungsge- 
maBe Kennzeichnungselemente, die mit Epoxidharz ausge- 
fiihrt sind, sind auBerst robust, flach und konnen kraftschliis- 
sig auf zu kennzeichnende Objekte aufgebracht werden. Zur 
Verminderung der Lichtempfindlichkeit der auf dem Mikro- 
chip (37, 54) integrierten Schaltung kann dem Epoxidharz 
eine den Lichteinfall dampfende Farbe beigemischt werden. 

Es kann, je nach Anforderung an ein erfindungsgemaBes 
Kennzeichnungselement 42 und 50 aufgrund der Lichtemp- 
findlichkeit erforderhch sein, daB der Kennzeichnungsmi- 
krochip 37 und 54 mit der strukturierten Seite nach unten 
auf den mit vor der Aushartung zahflussigen elektrisch leit- 
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fahigen Kunststoff vorkontaktierten Trager 38 und 52 aufge- 
bracht wird. Die dem Licht ausgesetze Ruckseite weist le- 
diglich eine fur Silizium typische Empfindlichkeit im Infra- 
rotbereich auf, die jedoch nicht weiter die Funktion der Inte- 
grierten Schaltung stort. Ebenso konnen Kennzeichnungs- 5 
mikrochips 37 und 54, die schon auf einen flachigen Trager 
aufgesetzt und auf darauf befindliche metallische Flachen 
gebondet sind, zu einern erfindungsgemaBen Kennzeich- 
nungselement 42 und 50 durch Kontaktieren mit elektrisch 
leitfahigen Kunststofflachen 34, 35,58 und 62 verarbeitet 10 . 
werden. 

Patentanspriiche 

L Mikroelektronisches Kennzeichnungselement fiir 15 
Objekte. insbesonders von Dokumenten aus Papier, zur 
kontaktbehafteten Ubertragung von Daten zu eiriern 
Basisgerat mit einer Energieversorgung, einer Ernp- 
fangseinheit und einer zentralen Steuerlogik gekenn- 
zeichnet durch ein Kennzeichnungsmikrochip (4, 74, 20 
37, 54), das unzertrennlich mit dern zu kennzeiphnen- 
den Objekt durch einen flachigen Trager {38, 52) ver- 
bunden ist und dessen auf dem Kennzeichnungsmikro- 
chip (4, 74, 37, 54) befindlicher insbesondere sicher- 
heitstechnisch relevanter Dateninhalt uber direkt mit 25 
den f Chipanschlussen (40, 41, 55, 56) verbundene fla- 
chenhaft ausgefiihrte. elektrisch leitfahige KunststoflF- 
Kontaktstellen (14, 34, 35, 58,. 62, 84) zu einem Basis- 
gerat (2, 30, 72) ubertfagbar sind. 

2. Mikroelektronisches Kennzeichnungselement nach 30 
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die mit der 
chipinternen Masseleitung verbundene Ruckseite (55) 
des Kennzeichnungsmikrochips (4, 74, 54) direkt auf 
eine Kunststoff- Kontaktstelle (58) aufgebracht ist und 
zusammen mit einer weiteren mit dem Bondpad (56) 35 
verbundenen elektrisch leitfahigen Kunststoff-Kon- 
taktstelle (62) der Dateninhalt des Kennzeichnungsmi- 
krochips (4, 74, 54) zu einem Basisgerat (2, 30, 72) 
iibertragbar ist 

3. Mikroelektronisches Kennzeichnungselement nach 40 
Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB der 
Kennzeichnungsmikrochip (4, 37, 54, 74) mit der 
strukturierten Seite nach unten auf den mit nicht ausge- 
harteten elektrisch leitfahigen Kunststoff- Kontaktstel- 
len (58) versehenen flachigen Trager (38, 52) aufge- 45 
bracht wird. 

4. Mikroelektronisches Kennzeichnungselement nach 
einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, 
daB Kennzeichnungsmikrochips (4, 37, 54, 74), welche 
schon auf einen Trager aufgebracht und auf darauf be- 50 
findliche metallische Flachen gebondet sind, durch 
Kontaktieren mit elektrisch leitfahigen Kunststoff- 
Kontaktstellen (34, 35,58 und 62) und durch Aufbrin- 
gen auf einen flachigen Trager (38, 52) ebenso wie tra- 
gerlose Kennzeichnungsmikrochips (4, 37, 54, 74) ver- 55 
arbeitet werden. 
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